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摘要(译)

本发明提供可交联共轭聚合物材料在倒装有机光电器件中的应用。所述
共轭聚合物材料具有共轭的主链及功能化的侧链基团，其中功能化的侧
链基团包括可交联的取代基团及具有水醇溶性的强极性基团。在光照或
者加热的条件下，该共轭聚合物材料可用强极性溶剂加工成不溶不熔的
互穿网络聚合物，在构筑多层器件时，可以克服层与层之间的界面混溶
现象，作为电子注入层或电子传输层材料制备倒装有机电致发光器件或
倒装有机太阳电池器件，实现直接从高功函数透明电极注入或抽取电
子。本发明可以简化倒装有机电致发光器件和倒装有机太阳电池器件的
加工，实现用低成本工艺制备高效率有机光电器件的目标。
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